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摘 要

積體電路設計已進入高效能、低功率、高密度以及異質整合的時代，傳統2D IC設計漸漸地已無法滿足現今IC產品之需求

，因此IC設計朝向三維方式發展已是目前克服設計困難度最有效方式之一。 3D IC平面規劃雖然可以改善電路連線延遲的

問題，但因電路系統設計日趨複雜，難以設計出一個面積、時序、功率和線長都最佳的佈局結果，因此很可能需反覆執行

電路平面規劃，以求得一個較佳的結果，但這會導致後端實體設計所需的時間增加。為了縮短重複進行平面規劃的時間，

增量式平面規劃(incremental floorplanning)策略已被提出用以改進先前所得之平面規劃中當某些模組位置、維度修改或少數

模組間相對位置改變後，不論其修改範圍大或少，皆必須耗時地整個重新執行平面規劃之缺點。 綜上所述，所提論文的研

究方向是設計一個適用於3D IC之增量式平面規劃系統，嘗試達到佈局最佳化以保障系統效能為目標。在本論文中，我們

嘗試以數學規劃法(mathematical programming)發展增量式平面規劃。首先依據原始平面圖找出欲增量模組與其周圍模組間

的閒置空間大小，及分析可增量之範圍，並在不改變模組間拓撲關係及不增加整體晶片面積之條件下，找出最佳模組增量

後之佈局結果。以上作法以整數線性規劃(integer linear programming)加以實現，並以LINGO軟體求解。實驗顯示提出的增

量式平面規劃系統可有效將模組增量，並改善繞線延遲問題。
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